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Innovative Schleiftechnik macht Tempo in der Waferbearbeitung

Frankfurt am Main, 19. Marz 2026 — Der Halbleitermarkt boomt. Mikrochips sind nicht nur fir
Elektrofahrzeuge und Ladestationen essenziell. Auch bei Solar- und Windkraftanlagen und der
gesamten Bandbreite der Kommunikationstechnik spielen sie eine bedeutende Rolle. Mit erwarteten
Wachstumsraten von tber 30 Prozent pro Jahr bietet dieser Multi-Milliarden-Markt interessante
Perspektiven fiir die Schleiftechnik. Auf der Fachmesse GrindingHub, die der VDW (Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken) vom 5. bis 8. Mai 2026 in Stuttgart veranstaltet, kbnnen
Besucherinnen und Besucher Einblicke in Fertigung, Maschinen sowie Prazisionsschleifprozesse im
Angstrom-Bereich erhalten. Fest steht: Wenn Europa bei der ,Halbleiterei“ gegentiber Asien und den
USA Boden gut machen will, muss vieles schneller gehen, auch im Produktionsprozess.

Bei Wafern handelt es sich um diinne Scheiben, die als Basis fir die Herstellung von Mikrochips
dienen. Die Herstellung der Wafer erfolgt in mehreren Verarbeitungsschritten. Um etwa Silizium (Si)
oder Siliziumkarbid (SiC) fiir die Halbleiterindustrie verwenden zu kénnen, muss es als Einkristall
geziichtet werden. Die sogenannten Ingots und Boules werden dann zu einem Puck-Rohling
bearbeitet. In Scheiben geschnitten, entstehen die Wafer, die diinn geschliffen, poliert und mit einer
Epitaxie-Schicht versehen werden, um sie fiir den Fotolithografieprozess vorzubereiten. Mit Hilfe von
entsprechenden Maskierungen und Licht werden Schaltkreismuster in den Wafer geatzt. Am Ende
lassen sich aus dem Wafer einzelne Mikrochips schneiden.

Grofdes Wachstumspotenzial

Fir Michael Egeter, Vice President Engineering beim Schweizer Maschinenhersteller Kellenberger
(https://kellenberger.com) in Goldach sorgen die zuverlassig steigende Nachfrage auf der
Endkundenseite sowie neue Prozesse und Technologien dafiir, dass ein Engagement im
Halbleitermarkt absolut lohnend erscheint. ,Neben der eigentlichen Substratbearbeitung - also dem
Vorschleifen und Konfektionieren der Rohkristalle, dem Erzeugen der Wafer-Grundgeometrie —
bietet auch das Feld der Halbleiter-Prozessanlagen gute Moglichkeiten, um Schleiftechnologie und -
|6sungen anzubieten”, sagt er. Zudem konnten sich Schleifexperten beim Kunden in die Pole-Position
bringen, wenn sie maRRgeschneiderte Losungen anbieten. Kellenberger hat dafiir spezialisierte
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Customizing-Teams gebildet. , Tailored Solutions er6ffnen ein hohes Wachstumspotenzial, zumal oft
auch skaliert werden kann”, betont der Experte.

Keine Angst vor (Halbleiter-) Keramik

Als Substrat setzt sich in der Halbleiterfertigung zunehmend Siliziumkarbid (SiC) durch. Wie es beim
Fraunhofer CSP (Center fur Silizium-Photovoltaik, https://www.csp.fraunhofer.de) in Halle (Saale)
dazu heilSt, bietet ein Halbleiter aus einer Verbindung von Silizium und Kohlenstoff gegeniiber einem
Halbleiter aus einfachem Silizium eine groRe Bandliicke. Das sei ein entscheidender Faktor fir die
elektrische Leitfahigkeit und bedeutet, dass der Halbleiter unter extremen Bedingungen wie hohen
Temperaturen, hohen Spannungen und hohen Frequenzen eingesetzt werden kann.

Fir die Schleifbearbeitung stellt das Substrat indes eine Herausforderung dar, wie Michael Egeter
feststellt: ,,Wir konnten bei Schleifern, die bisher fast ausschlieBlich auf metallischen Werkstoffen
gearbeitet haben, schon eine respektvolle Zuriickhaltung feststellen”, berichtet er. Das
Zerspanungsverhalten des Schleifprozesses auf Keramiken sei vollkommen anders. Wenn diese
Schwelle (iberwunden ist, offenbare sich das stetig wachsende Anwendungsfeld von technischen
Keramiken wie auch von einkristallinen Halbleitersubstraten als riesiges Potenzial fiir die
Schleiftechnik. ,,SiC hat sich flir gewisse Leistungsklassen bereits als absoluter Benchmark im
Halbleiterbereich etabliert”, so Egeter.

Zeit sparen im Herstellungsprozess

Die Halbleiterfertigung ist zeitlich aufwandig. Die Lieferung der Chips erfordert dadurch einen
entsprechend langen Vorlauf, der so manchem Industriezweig zu schaffen macht. Dabei benétigt
schon der Rohkristall, der im Hochtemperaturofen bei rund 2.400° C geziichtet wird, gut zwei
Wochen, bevor er in eine Halbzeug-Form gebracht werden kann. Fiir diesen sogenannten
»Ingot/Boule to Puck“-Schritt wurde in der Hardinge-Gruppe, zu der die Firma Kellenberger gehort,
ein Entwicklungsteam aus Ingenieuren und Anwendungstechnikern mit Unterstiitzung von SiC-
Branchenexperten und Rohstofflieferanten gebildet. Das Team analysierte die Ineffizienzen der
bisherigen SiC-Ingot-Verarbeitung. Die Erkenntnisse flossen in die Entwicklung einer automatisierten
All-in-One-5-Achs-Maschine, auf der sich alle derzeit relevanten Spezifikationen und Durchmesser
von SiC-Ingots bearbeiten lassen. Mit automatisierter Be- und Entladung kénne die Maschine die
Bearbeitungszeit eines Ingots/Boule zu einem Puck, die bei herkdmmlichen Verfahren mehr als 24
Stunden in Anspruch nimmt, auf zwei bis drei Stunden reduzieren, heilt es bei Kellenberger.

Ultrafeine Herausforderung fiir Schleifwerkzeuge

Neben dem Substrat und der Schleifmaschine spielen die Schleifwerkzeuge in der Waferbearbeitung
die entscheidende Rolle. ,,Semicon wird bei uns als stark wachsender Markt wahrgenommen®,
betont Carmine Sileno, Produktmanager flir den Halbleiterbereich bei Meister Abrasives
(https://www.meister-abrasives.com). Das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Andelfingen ist
gemeinsam mit dem deutschen Schwesterunternehmen Alfons Schmeier, Helmbrechts, spezialisiert
auf die Entwicklung und Herstellung von superabrasiven Schleifwerkzeugen fiir hochprazise
Schleifanwendungen. Fiir die verschiedenen Schritte der Halbleiterherstellungskette, vom rohen
Kristall bis zum fertigen Chip, bietet Meister Abrasives Losungen, die Kunden aus der Wafer- oder
Chipherstellung auf bestehenden Anlagen einsetzen kénnen. Die fiir die Oberflache der Wafer
entwickelten Diamantschleifwerkzeuge gewahrleisten Oberflachenqualitdten im Bereich ab Ra 5
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Angstrom (1A = 0,0001um). Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von 40-
80um. Eine Qualitatssicherung bei derart hohen Oberflachengiten sei nur noch mittels
WeiRlichtinterferometrie oder Rasterkraftmikroskopie (AFM) maglich, sagt Carmine Sileno. Zur
GrindingHub bringt er als Anschauungsmaterial Wafer mit, deren Oberflachen unter dem Mikroskop
zu begutachten sind.

,Fur Chiphersteller sind gleichmaRige Oberflachen mit homogener Nano-Topografie enorm wichtig”,
betont der Produktmanager von Meister Abrasives. Mit seiner UltraFine-Technologie verfolgt das
Schweizer Unternehmen aber auch noch ein anderes Ziel: ,, Wir wollen so fein wie méglich schleifen,
um nachfolgende Prozessschritte zu verkiirzen oder am besten ganz zu eliminieren”, sagt Sileno. Das
betrifft vor allem zeit- und kostenaufwandige Lapp-und Polierprozesse.

Einzelne Prozessschritte liberfliissig machen

Ublicherweise werden Wafer zunichst geschliffen und dann poliert, um die geforderten hohen
Oberflachengiiten zu erzielen. Bei den fiir das Polieren eingesetzten Slurries handelt es sich um
Mischungen aus feinen festen Partikeln und einer Flissigkeit. Dieses Poliermittel ist teuer. ,Je langer
ein Polierprozess liblicherweise dauert und je groRer die Waferflache, desto interessanter wird es,
den Polierprozess weitgehend zu minimieren oder aus dem Prozess zu nehmen*“, so der
Schleifexperte. Die groRRte Herausforderung fiir die Bearbeitung der harten Waferoberflachen sei es
gewesen, die passende Bindung fiir das Submikron Diamantkorn (< 1 um) zu entwickeln. Genau darin
sieht Sileno die Starke von Meister Abrasives, die Schleifbelagsstruktur fiir jede Anwendung
detailliert anpassen zu konnen. Der Kunde spare durch verkiirzte oder gar liberfliissig gewordene
Polierprozesse wertvolle Zeit, reduziere Kosten, benétige weniger Infrastruktur und erhéhe den
Durchsatz.

Die Europaische Union hat das Ziel ausgegeben, den Marktanteil in der Halbleiterproduktion von
derzeit 9 bis10 Prozent in den kommenden Jahren deutlich zu erhéhen. Chancen durch grofRere
Volumina sehen die Schleifexperten fiir ihre Unternehmen auf jeden Fall. “Angesichts starker
Dominanz weniger Anbieter auf dem Weltmarkt”, so Carmine Sileno, ,,sind wir als kundenspezifisch
positionierte Anbieter bevorzugte Partner”.

(8.145 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Autorin: Cornelia Gewiehs, freie Journalistin, Rotenburg (Wimme)
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Hintergrund GrindingHub in Stuttgart

Die GrindingHub findet vom 05. bis 08. Mai 2026 in Stuttgart statt. Sie wird im Zweijahres-Turnus
vom VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) in Kooperation mit der Messe
Stuttgart undinideeller Tragerschaft des Industriesektors Werkzeugmaschinen von Swissmem
(Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie) veranstaltet.

2024 zahlte die Messe rund 500 Aussteller aus 31 Landern und mehrals 11.100 Besucherinnen
und Besucher. Zeitgleich zur GrindingHub werden 2026 die SurfaceTechnology Germany und die
MedteclIVE auf dem Stuttgarter Messegeldnde ausgerichtet. Ein Ticket berechtigt zum Eintritt
auf alle Veranstaltungen und erweitert die Méglichkeiten fur den fachlichen Austausch.

Die Schleiftechnik gehort in Deutschland zu den drei wichtigsten Fertigungsverfahren innerhalb der
Werkzeugmaschinenindustrie. Im Jahr 2024 produzierte die Branche laut amtlicher Statistik
Maschinenim Wert von 1,1 Mrd. Euro. Rund 80 Prozent gingen in den Export, davon etwa 40
Prozent nach Europa. Die gréfsten Absatzmarkte sind China, die USA und Indien. International
fuhren neben Deutschland auch China, die USA, Japan und die Schweiz die Weltrangliste an.
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Weltweit lag das Produktionsvolumen der Schleiftechnik 2024 beirund 5,5 Mrd. Euro —ein Beleg fur

ihre zentrale Rolle in der globalen Fertigungstechnologie.

Mit der Premiere der GrindingHub Americas vom 18. bis 20. Mai 2027 in Cincinnati, Ohio, unter dem
Motto "Where precision meets progress” unterstreicht die Messe ihre wachsende internationale
Bedeutung und eréffnet neue Chancen fUr den Austausch in der Schleiftechnik auf den

amerikanischen Markten.

Texte und Bilder zur GrindingHub finden Sie im Pressebereich unter:
https://www.grindinghub.de/news/newsroom/meldungen/

https://vdw.de/kommunikation/pressemitteilungen/

Besuchen Sie die GrindingHub auch auf Social Media:
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